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熱を使わずに部品を集積・組み立てる新しい手法「低温ボンディング法」を開発して、マイクロ・ナノ化学システムへ
応用する。MEMS/NEMSデバイスに加えて、革新的な化学デバイスを実現します。
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マイクロ・ナノ化学システム
（化学実験室の集積化）

Si/Siのののの接合接合接合接合

マイクロ化学チップ=化学デバイス
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マイクロ・ナノ空間の基礎科学

医療・環境・エネルギーなどへの応用
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